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Be s chre ibung 

Testvorrichtung zum Test von integrierten Bausteinen sowie 
Verfahren zum Betrieb einer Testvorrichtung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Testvorrichtung zum 
Test von integrierten Bausteinen mit einem Tragersubstrat , 
auf dem mehrere Anschlu&plat ze angeordnet sind, wobei die An- 
schlu&platze derart ausgebildet sind, daS uber einen An- 
schlufiplatz ein integrierter Baustein mit einem an das Tra- 
gersubstrat angeschlossenen Testgerat verbindbar ist . Die Er- 
findung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betrieb einer 
derartigen Testvorrichtung. 

Um die Ausfallrate von integrierten Bausteinen nach deren 
Herstellung moglichst gering zu halten, werden integrierte 
Bausteine wie beispielsweise DRAM-Speicher vom Hersteller 
insbesondere einem sogenannten Burn- In- Test (Einbrenn-Test 
oder StreS-Test) unterworfen, bei dem die Bausteine kiinstlich 
gealtert werden. Durch einen solchen Burn- In-Test sollen die- 
jenigen integrierten Bausteine aussortiert werden, die schon 
nach kurzer Betriebszeit ausfallen, so da£ der Anwender mog- 
lichst nur Bausteine erhalt, die eine definierte Lebensdauer 
erreichen. 

Um einen integrierten Baustein kiinstlich zu altern, wird an 
diesen im Burn- In-Test insbesondere eine hohere Spannung an- 
gelegt, die bewirkt, daS der Baustein relativ rasch kiinstlich 
altert, so daS der AlterungsprozeS in relativ kurzer abgelau- 
fener Testzeit beschleunigt wird. Zusatzlich oder auch alter- 
nativ werden die Bausteine einer erhohten Umgebungstemperatur 
ausgesetzt, wodurch ebenfalls eine Beschleunigung des Alte- 
rungsprozesses erreicht wird. Zur Durchfiihrung eines Burn-In- 
Tests werden die Bausteine innerhalb einer Testvorrichtung 
auf einem Tragersubstrat angeordnet, auf dem mehrere An- 
schluSplatze angeordnet sind. Auf den jeweiligen AnschluS- 
platz wird ein integrierter Baustein aufgesetzt, so dafi uber 



P2003 , 0140 



2 

einen AnschluSplatz der entsprechende Baustein mit einem an 
das Tragersubstrat angeschlossenen Testgerat verbindbar ist. 

Bei der Durchfuhrung eines Burn- In-Test s von integrierten 
Bausteinen wie beispielsweise DRAMs wird gewohnlich eine hohe 
Parallelitat verlangt, um einen hohen Durchsatz zu erreichen. 
Dadurch ergibt sich das Erfordernis, daS viele Bausteine zur 
gleichen Zeit angesteuert werden, um bei einem vergleichswei- 
se langen Burn- In-Test , der sich uber mehrere Stunden hinzie- 
hen kann, einen moglichst hohen Durchsatz zu erzielen. Nach- 
teil dieser hohen Parallelitat ist jedoch eine dadurch herab- 
gesetzte Flankensteilheit von Signalen der zu testenden Bau- 
steine und eine damit verbundene geringere mogliche Betriebs- 
frequenz. Weiterhin werden erhohte Anf orderungen an die 
Stromversorgung des Tragersubstrat s , dem sogenannten Burn- In- 
Board, gestellt, welche oftmals bereits vollstandig ausgela- 
stet ist und somit die Anzahl der Bausteine pro Burn- In-Board 
limitiert. Die beschriebenen Nachteile sind vor allem prasent 
wahrend eines Funktionstests, bei dem die Bausteine zwar 
nicht gestreSt werden, sich aus testokonomischen Grunden je- 
doch (noch) auf dem Burn- In-Board befinden, um beispielsweise 
einen Funktionstest mit erhohter Betriebsf requenz unter Aus- 
nutzung der hohen Parallelitat durchfuhren zu konnen (soge- 
nannter Test-During-Burn-In) . 

In Figur 2 ist eine Testvorrichtung zum Test von integrierten 
Bausteinen nach dem Stand der Technik gezeigt, mit der eine 
hohe Parallelitat erzielbar ist. Ein Burn-In-Testgerat 2 ist 
an das Tragersubstrat 10 angeschlossen, auf dem mehrere An- 
schluSplatze 11 bis nk angeordnet sind. Die Anschlufiplatze 
sind derart ausgebildet, daS uber einen jeweiligen Anschlufe- 
platz ein integrierter Baustein DUT mit dem an das Tragersub- 
strat 10 angeschlossenen Testgerat 2 verbindbar ist. Da ein 
Burn-In-Testgerat im allgemeinen nur eine limitierte Anzahl 
von Eingangen aufweist, werden die Anschlufiplat ze 11 bis nk 
in einem matrixf ormigen Anschlufif eld angeordnet. Somit befin- 
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den sich auf dem Burn-In-Board mehr zu testende Bausteine als 
testerseitig vorhandene Eingangskanale . 

Zur Ansteuerung der Bausteine DUT wird das AnschluSfeld in 
5 Gruppen aufgeteilt, wobei das Auslesen der einzelnen Gruppen 
uber die Steuersignale SCAN-1 bis SCAN-n sequentiell erf olgt . 
Dieses SCAN-Signal wird am zu testenden Baustein an den DQM- 
Pin angeschlossen, welcher die Ausgangstreiber der Bausteine 
maskiert, die somit trotz interner Bef ehlsausf uhrung im Bau- 

10 stein keine Signale ausgeben. Steuersignale wie Adressen und 

Kommandos werden uber den Adrefi- und Befehlsbus CMD/ADD si- 
W ' multan in alle Bausteine eingespeist. Die Daten werden vom 

jeweiligen Baustein, je nach Ansteuerung des DQM-Signals , am 
Datenausgang DQ ausgegeben, die Adressen und Kommandos uber 

15 den AdreS- und Bef ehlsanschlufe A/C eingelesen. 

In der Testvorrichtung nach Figur 2 besteht damit nur die 
Moglichkeit , alle oder keine Bausteine DUT intern zu betrei- 
ben. Nur fur das Auslesen von Daten erhalt das SCAN-Signal 

20 eine Funktion, um uber den jeweiligen DQM-Pin die Ausgangs- 
treiber der gewunschten Gruppe von Bausteinen zu aktivieren. 
Insbesondere in einem oben beschriebenen Test-During-Burn-In 
ist die Treiberlast am Adrefi- und Befehlsbus CMD/ADD durch 
den parallelen Betrieb aller Bausteine vergleichsweise hoch, 

25 so daS die AdreiS- und Bef ehlssignale einer dadurch herabge- 
setzten Flankensteilheit unterworfen sind. Weiterhin werden 
wahrend solcher Tests hohe Anf orderungen an die Stromversor- 
gung des Burn- In-Boards gestellt . 

30 Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , eine 
Testvorrichtung zum Test von integrierten Bausteinen anzuge- 
ben, mit der die Bausteine in einem Funktionstest mit erhoh- 
ter Frequenz betrieben werden konnen bzw. mit der bei glei- 
cher Last die Anzahl an Bausteinen, die auf dem Tragersub- 

35 strat anzuordnen sind, erhoht werden kann. 
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Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein ent- 
sprechendes Verfahren zum Betrieb einer derartigen Testvor- 
richtung anzugeben . 

5 Diese Aufgabe wird durch eine Testvorrichtung zum Test von 
integrierten Bausteinen nach Patentanspruch 1 und durch ein 
Verfahren zum Betrieb einer solchen Testvorrichtung nach Pa- 
tentanspruch 4 gelost. 

10 Bei der Testvorrichtung nach der Erfindung sind wie bei der 

einleitend beschriebenen Testvorrichtung nach Figur 2 die An- 
schluSplatze innerhalb eines AnschluSf elds in Gruppen ange- 
ordnet . Je Anschlufeplat z ist ein DatenanschluJS vorgesehen, 
wobei die Datenanschlusse von Anschlufiplat zen jeweils einer 
15 Gruppe mit jeweils einem unterschiedlichen Datenbus verbunden 
sind. Weiterhin ist je AnschluSplat z ein SteueranschluiS vor- 
gesehen, uber welchen ein integrierter Baustein fur einen 
Test auswahlbar ist, wobei die Steueranschlusse von AnschluS- 
platzen jeweils einer Gruppe mit einem dieser Gruppe zugeord- 
2 0 neten Steuerbus verbunden sind. Weiterhin ist je Anschlufe- 
platz ein AdreiS- und Bef ehlsanschluS vorgesehen, wobei die 
AdreS- und Bef ehlsanschlusse von AnschluSplat zen jeweils ei- 
ner Gruppe mit einem AdreS- und Befehlsbus iiber ein der je- 
ll, weiligen Gruppe zugeordnetes Schaltmittel verbindbar sind, 

sir 

2 5 das von dem dieser Gruppe zugeordneten Steuerbus steuerbar 
ist . 



Mit der erf indungsgemaSen Testvorrichtung zum Test von inte- 
grierten Bausteinen ist es ermoglicht, die Bausteine in einem 

3 0 Funktionstest mit hoherer Frequenz zu betreiben, da zum einen 
uber den Steuerbus einzelne Gruppen von AnschluSplat zen se- 
lektierbar sind, dement sprechend nur Bausteine ausgewahlter 
Gruppen fur einen Test ausgewahlt werden, und zum anderen nur 
die ausgewahlten AnschluSplat ze iiber das von dem jeweiligen 

35 Steuerbus angesteuerte Schaltmittel mit dem AdreB- und Be- 
fehlsbus verbunden werden. Dadurch sinkt die Treiberlast am 
AdreB- und Befehlsbus der Testvorrichtung, da nur AdreS- und 



11 
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Bef ehlsanschliisse von Bausteinen einer ausgewahlten Gruppe 
oder von mehreren ausgewahlten . Gruppen mit dem AdreS- und Be- 
fehlsbus verbunden sind. Gleichzeitig sinken die Anforderun- 
gen an die Stromversorgung der Testvorrichtung, da nur Bau- 
5 steine ausgewahlter Gruppen iiber den jeweiligen Steuerbus 

ausgewahlt werden, mithin die anderen nicht ausgewahlten Bau- 
steine abgeschaltet sind oder sich in einem Wartezustand be- 
finden. Damit kann die effektive Last reduziert werden oder 
bei gleicher Last die Anzahl der Bausteine, die auf dem Tra- 
10 gersubstrat anzuordnen sind, erhoht werden. 

In einem entsprechenden Betriebsverf ahren wird wenigstens ein 
Teil der AnschluSplat ze auf dem Tragersubstrat mit zu testen- 
den integrierten Bausteinen verbunden. Durch Ansteuerung 
15 des/der entsprechenden Steuerbusse werden Bausteine nur einer 
Anzahl von Gruppen gleichzeitig betrieben und angesteuert, 
wobei diese Anzahl kleiner ist als die Anzahl der auf dem 
Tragersubstrat vorhandenen Gruppen. Nur die Bausteine der An- 
zahl von Gruppen, die gleichzeitig betrieben werden, werden 

2 0 iiber das jeweilige Schaltmittel mit dem AdreS- und Befehlsbus 

verbunden. Insbesondere werden nur Bausteine betrieben und 
mit AdreiS- und Bef ehlssignalen angesteuert, welche iiber den 
zugeordneten Datenbus einen Datenaustausch vornehmen. 

■2 5 Die Erfindung eignet sich besonders zur Durchfuhrung von 

Funktionstests wie ein sogenannter Test-During-Burn-In. Die 
Bausteine werden mit hoher Parallelitat auf einem Burn-In- 
Board einem Burn- In-Test unterzogen und in einem darauffol- 
genden Funkt ionstest mit erhohter Betriebsf requenz unter Aus- 

30 nutzung der Testinf rastruktur des Burn-In-Boards betrieben. 

Weitere vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung 
sind in Unteranspriichen angegeben. 

3 5 Die Erfindung wird im folgenden anhand der in der Zeichnung 

dargestellten Figuren naher erlautert . 
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Es zeigen: 

Figur 1 eine Ausf iihrungsf orm einer Testvorrichtung gemaS 
der Erfindung, 

5 

Figur 2 eine Ausf iihrungsf orm einer Testvorrichtung nach dem 
Stand der Technik, wie einleitend beschrieben. 

In Figur 1 ist eine Ausf iihrungsf orm einer erf indungsgemaSen 
10 Testvorrichtung zum Test von integrierten Bausteinen gezeigt, 
bei der auf einem Tragersubstrat 1, vorliegend ein sogenann- 
tes Burn-In-Board, mehrere AnschluSplatze 11 bis nk angeord- 
net sind. Die AnschluSplat ze 11 bis nk sind derart ausgebil- 
det, daS iiber einen AnschluSplatz ein integrierter Baustein 
15 DUT mit einem an das Tragersubstrat 1 angeschlossenen Testge- 
rat 2 verbindbar ist. Die AnschluSplat ze 11 bis nk bilden ein 
AnschluSf eld, das vorliegend matrixformig in Spalten SI bis 
Sk und Reihen Rl bis Rn aufgebaut ist. Hierbei sind die An- 
schluSplat ze innerhalb des AnschluSf elds in Gruppen angeord- 
20 net, die durch die jeweiligen Reihen Rl bis Rn gebildet sind. 

Je AnschluSplatz ist ein DatenanschluS DQ vorgesehen, wobei 
die Datenanschlusse DQ von AnschluSplat zen jeweils einer Rei- 
% m he mit jeweils einem unterschiedlichen Datenbus Dl bis Dk 

2 5 verbunden sind. Weiterhin ist je AnschluSplat z ein Steueran- 
schluS CS vorgeseheri; uber welchen ein integrierter Baustein 
DUT fur einen Test auswahlbar ist. Die Steueranschliisse CS 
von AnschluSplat zen jeweils einer Reihe Rl bis Rn sind mit 
einem dieser Reihe zugeordneten Steuerbus SCAN-1 bis SCAN-n 

3 0 verbunden. Die AdreS- und Bef ehlsanschlusse A/C von AnschluS- 
platzen einer Reihe Rl bis Rn sind mit einem gemeinsamen 
AdreS- und Befehlsbus CMD/ADD iiber ein jeweiliges Schaltmit- 
tel Tl bis Tn verbindbar, das von dem dieser Reihe zugeordne- 
ten Steuerbus SCAN - 1 bis SCAN-n steuerbar ist. Datenanschliis- 

35 se DQ von AnschluSplat zen entlang einer Spalte SI bis Sk sind 
mit dem dieser Spalte zuzuordnenden Datenbus Dl bis Dk ver- 
bunden. Die Anschliisse DQ, A/C, CS wurden aus Ubersicht lich- 
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keitsgriinden in Figur 1 nur anhand des Anschlufiplatzes 11 
dargestellt, wobei die ubrigen AnschluSplat ze 12 bis nk ana- 
loge Anschlusse aufweisen. Die Datenbusse Dl bis Dk weisen 



5 Befehlsbus CMD/ADD weist die Bitbreite a auf, beispielsweise 
a = 6 . 

In einem Verfahren zum Betrieb einer Testvorrichtung nach Fi- 
gur 1 wird wenigstens ein Teil der AnschluSplatze 11 bis nk 
10 auf dem Tragersubstrat 1 mit zu testenden integrierten Bau- 
<^ steinen DUT, inbesondere DRAMs, verbunden. Durch Ansteuerung 



Anzahl von Reihen gleichzeitig betrieben, wobei diese Anzahl 
kleiner ist als die Anzahl der auf dem Tragersubstrat 1 vor- 
15 handenen Reihen, Beispielsweise wird durch Ansteuerung des 

Steuerbusses SCAN-1 die Gruppe Rl ausgewahlt, so dafe uber den 
Steuereingang CS nur die Bausteine dieser Reihe Rl betrieben 
werden. Nur die Bausteine DUT dieser Reihe Rl, die gleichzei- 
tig betrieben werden, werden uber das Schaltmittel Tl mit dem 

2 0 AdreS- und Befehlsbus CMD/ADD verbunden. 

Damit werden die SCAN-Signale benutzt, um uber die Schalt- 
transistoren Tl bis Tn die Adressen und Kommandos nur derje- 
f j0 nigen Bausteine anzusteuern, welche sich in der zu aktivie- 
4 2 5 renden Gruppe befinden. Das SCAN- Signal wird auSerdem an den 
CS-Anschlufi der Bausteine angeschlossen, statt wie bisher, 
wie in Figur 2 dargestellt, an den DQM-AnschluS . Dieser kann 
gemaS der Testanordnung nach Figur 1 nun an einen freien Be- 
f ehls-AnschluS des Testgerats angeschlossen werden. Das SCAN- 

3 0 Signal selektiert damit Adressen und Kommandos nur fur die 

aktiven Bausteine, so dafi die Last an den entsprechenden 
Treibern reduziert ist. Somit ist es moglich, ausgewahlte 
Bausteine mit einer hoheren Frequenz insbesondere in einem 
Test-During-Burn- In zu betreiben bzw. die Anzahl der Baustei- 
3 5 ne pro Burn-in-Board zu erhohen. 



die Bitbreite m, beispielsweise m =4, auf, der AdreS- und 




eines oder mehrerer Steuerbusse werden Bausteine nur einer 
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Die iiber das CS-Signal deaktivierten Bausteine befinden sich 
im deaktivierten Zustand oder im sogenannten Power-down-Mode , 
bei dem, im Falle von DRAMs , die Daten der deaktivierten 
Chips durch einen vom Chip selbsttatig durchgef uhrten "Self 
5 Refresh" aufgefrischt werden. Damit ergibt sich mit steigen- 
der Anzahl von deaktivierten Chips eine deutlich reduzierte 
Stromauf nahme . 1st ein Chip uber das CS-Signal deaktiviert, 
treibt dieser keine Daten uber den DQ-Anschlu£, empfangt kei- 
ne Daten uber den DQ-Anschlufe, und erkennt keine Kommandos am 
10 AnschluS A/C. 

^ In einer Ausf uhrungsf orm der Erfindung werden die Bausteine, 
die sich auf dem Tragersubstrat befinden, wahrend des Verfah- 
rens einem Funktionstest mit erhohter Betriebsf requenz und 
15 vorher und/oder nachher einem vom Funktionstest unterschied- 
lichen Burn- In-Test auf demselben Tragersubstrat unterzogen, 
wobei die Bausteine im Burn- In-Test mit demgegenuber niedri- 
gerer Betriebsf requenz betrieben werden. Damit konnen ver- 
gleichsweise langsame Burn- In-Test s durch Ansteuerung mehre- 

2 0 rer oder aller SCAN-Signale mit dennoch durch das Testsystem 

beherrschbarem Betriebsstrom bzw. beherrschbarer Treiberlast 
und mit hoher Parallel itat durchgef uhrt werden. Die Strom- 
bzw. f requenzkritischen Tests von Bausteinen, die auf dem 
0 gleichen Tragersubstrat durchgef iihrt werden, konnen jedoch 
25 mit reduzierter Parallelitat gemafi dem erf indungsgemafien Ver- 
fahren durchgefuhrt werden, so daS die Testfrequenz erhoht 
werden kann, ohne die Treiberlast negativ zu beeinf lussen . 
Insgesamt ist das Testsystem nicht mehr durch die be- 
herrschbare Stromauf nahme wahrend eines Test-During-Burn-In 

3 0 begrenzt, so daS die Anzahl der auf dem Testboard gleichzei- 

tig einem Burn- In-Test unterzogenen Bausteine erhoht werden 
kann. 



P2003 , 0140 



9 

Patent anspruche 

1. Testvorrichtung zum Test von integrierten Bausteinen 

- mit einem Tragersubstrat (1) , auf dem mehrere AnschluSplat - 
ze (11 bis nk) angeorcinet sind, wobei die AnschluSplatze der- 
art ausgebildet sind, daS uber einen AnschluSplat z ein inte- 
grierter Baustein (DUT) mit einem an das Tragersubstrat ange- 
schlossenen Testgerat (2) verbindbar ist, 

- bei der die AnschluSplatze (11 bis nk) ein AnschluSfeld 
bilden und die AnschluSplatze innerhalb des AnschluSf elds in 
Gruppen (Rl bis Rn) angeordnet sind, 

- bei der je AnschluSplatz (11 bis nk) ein DatenanschluS (DQ) 
vorgesehen ist, wobei die Datenanschlusse von AnschluSplatzen 
jeweils einer Gruppe mit jeweils einem unterschiedlichen Da- 
tenbus (Dl bis Dk) verbunden sind, 

- bei der je AnschluSplatz (11 bis nk) ein SteueranschluS 
(CS) , uber welchen ein integrierter Baustein (DUT) fur einen 
Test auswahlbar ist, vorgesehen ist, wobei die Steueran- 
schliisse von AnschluSplatzen jeweils einer Gruppe mit einem 
dieser Gruppe zugeordneten Steuerbus (SCAN-1 bis SCAN-n) ver- 
bunden sind, 

- bei der je AnschluSplatz (11 bis nk) ein AdreS- und Be- 

f ehlsanschluS (A/C) vorgesehen ist, wobei die AdreS- und Be- 
fehlsanschlusse von AnschluSplatzen jeweils einer Gruppe mit 
einem AdreS- und Befehlsbus (CMD/ADD) uber ein der jeweiligen 
Gruppe zugeordnetes jeweiliges Schaltmittel (Tl bis Tn) ver- 
bindbar sind, das von dem dieser Gruppe zugeordneten Steuer- 
bus (SCAN-1 bis SCAN-n) steuerbar ist. 

2. Testvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

- die AnschluSplatze (11 bis nk) innerhalb des AnschluSf elds 
in Zeilen (Rl bis Rn) und Spalten (SI bis Sk) angeordnet 
sind, 

- die Datenanschlusse (DQ) von AnschluSplatzen jeweils einer 
Spalte (SI bis Sk) mit einem dieser Spalte zugeordneten Da- 
tenbus (Dl bis Dk) verbunden sind, 
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- die Steueranschlusse (CS) von AnschluJSplatzen jeweils einer 
Reihe (Rl bis Rn) mit einem dieser Reihe zugeordneten Steuer- 
bus (SCAN-1 bis SCAN-n) verbunden sind 

- die Adrefi- und Bef ehlsanschlusse (A/C) von Anschlufiplat zen 
jeweils einer Reihe (Rl bis Rn) mit einem gemeinsamen AdreS- 
und Befehlsbus (CMD/ADD) uber ein jeweiliges Schaltmittel (Tl 
bis Tn) verbindbar sind, das von dem dieser Reihe zugeordne- 
ten Steuerbus steuerbar ist . 

3. Testvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Tragersubstrat (1) als Burn- In-Testboard ausgebildet ist. 

4. Verfahren zum Betrieb einer Testvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, wobei wenigstens ein Teil der An- 
schlufeplatze (11 bis nk) auf dem Tragersubstrat (1) mit zu 
testenden integrierten Bausteinen (DUT) verbunden ist, 

- bei dem durch Ansteuerung des/der entsprechenden Steuerbus - 
se (SCAN-1 bis SCAN-n) Bausteine nur einer Anzahl von Gruppen 
(Rl bis Rn) gleichzeitig betrieben und angesteuert werden, 
wobei die Anzahl kleiner ist als die Anzahl der auf dem Tra- 
gersubstrat vorhandenen Gruppen, 

- bei dem nur die Bausteine (DUT) der Anzahl von Gruppen, die 
gleichzeitig betrieben werden, uber das jeweilige Schaltmit- 
tel (Tl bis Tn) mit dem AdreS- und Befehlsbus (CMD/ADD) ver- 
bunden werden . 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- die AnschluSplatze (11 bis nk) innerhalb des Anschlufif elds 
in Zeilen (Rl bis Rn) und Spalten (SI bis Sk) angeordnet sind 
und nur Bausteine (DUT) einer Anzahl von Reihen gleichzeitig 
betrieben und angesteuert werden, wobei die Anzahl kleiner 
ist als die Anzahl der auf dem Tragersubstrat vorhandenen 
Reihen, 

- bei dem nur die Bausteine (DUT) der Anzahl von Reihen, die 
gleichzeitig betrieben werden, uber das jeweilige Schaltmit- 
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tel (Tl bis Tn) mit dem AdreS- und Befehlsbus (CMD/ADD) ver- 
bunderi werden. 

6 . Verf ahren nach Anspruch 4 oder 5 , 
dadurch gekennzeichnet, daS 

nur Bausteine (DUT) betrieben und angesteuert werden, die 
iiber den zugeordneten Datenbus (Dl bis Dk) einen Datenaus- 
tausch vornehmen. 

7. Verf ahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Bausteine (DUT) wahrend des Verfahrens einem Funktion- 
stest unterzogen werden und vorher und/oder nachher einem vom 
Funktionstest unterschiedlichen Burn-In-Test auf demselben 
Tragersubstrat (1) unterzogen werden. 

8. Verf ahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Bausteine (DUT) im Burn- In-Test mit einer ersten Be- 
triebsf requenz und im Funktionstest mit einer zweiten Be- 
triebsf requenz betrieben werden, wobei die erste Betriebsfre- 
quenz kleiner ist als die zweite Betriebsf requenz . 

9. Verf ahren nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

- wahrend eines Burn- In-Tests durch Ansteuerung der entspre- 
chenden Steuerbusse (SCAN-1 bis SCAN-n) die Bausteine (DUT) 
aller Gruppen (Rl bis Rn) gleichzeitig betrieben werden, 

- die Bausteine aller Gruppen uber das jeweilige Schaltmittel 
(Tl bis Tn) mit dem Adrefe- und Befehlsbus verbunden werden. 
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Zusammenf assung 

Testvorrichtung zum Test von integrierten Bausteinen sowie 
Verfahren zum Betrieb einer Testvorrichtung 

5 

Eine Testvorrichtung zum Test von integrierten Bausteinen 
weist mehrere AnschluSplatze (11 bis nk) auf einem Tragersub- 
strat (1) auf. Uber einen AnschluSplat z ist ein integrierter 
Baustein (DUT) mit einem an das Tragersubstrat angeschlosse- 
10 nen Testgerat (2) verbindbar. Die AnschluSplatze (11 bis nk) 

sind innerhalb eines AnschluSf elds in Gruppen (Rl bis Rn) an- 
W geordnet . Je AnschluSplat z (11 bis nk) ist ein SteueranschluS 
(CS) vorgesehen, uber welchen ein integrierter Baustein (DUT) 
fur einen Test auswahlbar ist, wobei die Steueranschliisse von 
15 AnschluSplatzen jeweils einer Gruppe mit einem dieser Gruppe 
zugeordneten Steuerbus (SCAN-1 bis SCAN-n) verbunden sind. 
Weiterhin ist je AnschluSplat z (11 bis nk) ein AdreS- und Be- 
f ehlsanschluS (A/C) vorgesehen, wobei die AdreS- und Befehls- 
anschliisse von AnschluSplat zen jeweils einer Gruppe mit einem 
20 AdreS- und Befehlsbus (CMD/ADD) uber ein der jeweiligen Grup- 
pe zugeordnetes jeweiliges Schaltmittel (Tl bis Tn) verbind- 
bar sind, das von dem dieser Gruppe zugeordneten Steuerbus 
(SCAN-1 bis SCAN-n) steuerbar ist. Nur die Bausteine (DUT) 
^ der Anzahl von Gruppen, die gleicxizeitig betrieben werden, 
^25 werden uber das jeweilige Schaltmittel (Tl bis Tn) mit dem 

AdreS- und Befehlsbus (CMD/ADD) verbunden. So kann die Test- 
frequenz erhoht werden, ohne die Treiberlast negativ zu be- 
einf lussen. 

3 0 Figur 1 
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Bezugszeichenliste 
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10 



15 



1 
2 

10 

11 bis nk 
DUT 

Tl bis Tn 

Dl bis Dk 

SCAN-1 bis SCAN-n 

CMD/ADD 

A/C 

DQ 

CS 

Rl bis Rn 
SI bis Sk 
m, a 



Tragersubstrat 

Testgerat 

Tragersubstrat 

Anschlufiplatz 

integrierter Baustein 

Schaltmittel 

Datenbus 

Steuerbus 

AdreS- und Befehlsbus 

Adrefi- und Bef ehlsanschluS 
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